
(2,54mm) .100"

SIB, PGP 系列

SIB–110–02–F–S

PGP–105–01–G–D–AT
SIB–120–02–F–S

PGP–104–01–G–S–AT
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(0,38) 
.015 

(8,48) 
.334 

(2,54)
.100

01

(3,81) 
.150 

(5,27) 
.207 

(4,45) 
.175 

(1,14) 
.045 

(1,42) 
.056 

C-210S

片式接口

(0,64)
.025

(0,25)
.010

(4,27)
.168

(5,50)
.217 (4,51)

.178
(0,99)
.039

(3,05)
.120

(1,27)
.050

(1,27)
.050

(5,59)
.220

(2,54)
.100

(2,54)
.100

(2,54)
.100

(0,89)
.035

– LC

– S

– D

SIB 1 S

-LC
= 锁定 

夹

02 电镀
选项

每排
引脚数

-F
= 触点镀金膜， 

焊尾镀雾锡

02 至 30

如需了解完整技术规格以及所建
议的 PCB 布局，请浏览 
www.samtec.com?SIB

绝缘体材料：
黑色液晶
聚合物
触点材料： 
磷青铜
电镀： 
在 50µ" (1,27µm) 
的镍上镀金或锡
额定电流： 
环境 80°C 为 1A
工作温度范围：
-55°C 至 +125°C
正交力：
每个触点 111 克 (1,09N)
符合 RoHS 规范要求：
是

加工：
最大加工温度：
230°C 下持续 60 秒，或 
260°C 下持续 20 秒，3 次
可无铅焊接：
是
SMT 引线共面性：
(0,10mm) .004" 最大

选项

注：某些尺寸、式样和选项为
非标准型，不可退换。

技术规格

位置数 x (2,54) .100

如需了解完整技术规格以及所建
议的 PCB 布局，请浏览 
www.samtec.com?PGP 

绝缘体材料：  
黑色液晶聚合物
触点材料： 
黄铜
电镀：
在 30µ" (0,76µm) 的镍上镀金
符合 RoHS 规范要求：
是

加工：
最大加工温度：
230°C 下持续 60 秒，或�
260°C 下持续 20 秒，3 次
可无铅焊接：
是
SMT 引线共面性：
(0,10mm) .004" 最大 

技术规格

注：有些长度、式样和选项为
非标准型，不可退换。

位置
数PGP

02 至 05

选项

-P
= 取 
放 
垫

-TR
= 卷带封装

电镀
选项

-G
= 10µ" 

(0,25µm) 
镀金

1 01 定位针

-AT
= 顶面定位

-AD
= 顶面和底面定位

排
选项

-S
= 单排

-D
= 双排

（位置数 +1） 
x (2,54) .100

(0,89)
.035
直径

(1,90)
.075
直径

(0,89)
.035
直径
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